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Abstract of DE1 9961 840 

A method for the production of multi-layered 
constructions with repeating layer sequences is 
disclosed, whereby a band shaped support layer 
(1 ) is partially separated into individual sections 
each of the same size, whereby a stable 
connection (4) remains between the individual 
sections. After a continuous application of at least 
one further material layer (6) on the surface for 
the support material, the individual sections are 
completely separated either by cutting or 
stamping out. The multi-layer construction is 
obtained by stacking the multi-layer sections one 
on top of the other, whereby optionally a further 
intermediate layer may be added between two 
multi-layer sections. 
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(S) Verfahren zur Herstellung eines regelma&igen Mehrschichtsaufbaus fur insbesondere elektrische 
Doppelschichtkondensatoren und Vorrichtung dafur 

(57) Verfahren zur Herstellung eines eine sich wiederholen- 
de Schichtenfolge umfassenden Mehrschichtaufbaus (13) 
fur insb. Doppelschichtkondensatoren mit den Schritten: 
"- Vorsehen eines bandformigen Tragermaterials (1) 

- Teilweise Auftrennung des Tragermaterials in einzelne 
Tragerabschnitte (a, b, .. h) jeweils gleicher Grofce und 
Form unter Erhalt von als Stege zwischen den einzelnen 
Abschnitten ausgebildeten tragfahigen Verbindungen (4) 

- Kontinuierliches Aufbringen zumindest einer weiteren 
Materialschicht (5) auf zumindest einer der Oberflachen 
des Tragermaterials (1) 

- Vollstandige Auftrennung des Tragermaterials und der 
zumindest einen weiteren Materialschicht entlang einer 
Trennlinie (6) unter Nutzung der bereits erfolgten teilwei- 
sen Auftrennung, wobei zumindest Teile der sich wieder- 
holenden Schichtenfolge umfassende Mehrschichtab- 
schnitte (8) erhalten werden 

■ - Regelmaftiges Obereinanderstapeln der Mehrschicht- 
k abschnitte (8) zum Mehrschichtaufbau (13). 
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Khadhaften odcr Icistungsrcduziertcn Bauclcmcnicn Wh- 
Mchrschictuaufbauten sind insbesondere bei elcktrischen die' S . d 1 ?. nner wcrdendc n Schichten ist auch 

Bauc cmcntco bekannt, um allgemcin die Lcistu^g von Schichten S V °" E'nzelschichtcn erschwert.da dicse 

2^2SESS^ durch mchrLhe " -SS' rdt mendflexib,erunddab ^ 

Aus der US 5,62 1 ,607 sind Kondensatoren rait einem fcllSSf ^ VOrli ^ enden Erfindung ist es dahcr. cin Vcr- 

Mchrsch.chtaufbau bekannt, die beispielsweise aus einer SS^^T*! 8 " VOrriChtUng ?Um HerStcl,cn von 

Viclzald von Elektrodenschichten bestehen zwischen dencn m I u- u ? r Daueleme[ »e gecigneten regelmaBigcn 

jcwciis ein Die.ektrikura angeordnet is, SSS 10 W ° bd das ^renbe- 

nut Mchrschichtaufbau weist dabci ein VielfachesX Kapa- Durchfuhrung vereinfacht ist und sicher und ec- 

z.tatauf, die einem einzelnen KondensalorelemcrbeS na ° D " m f 7" sch «" /rgebnis fuhn. 

hend aus zwei Elektrodenschichten mit dazwischen anee- 1 J? « « i?^ ^ m " dne,n Vcrfahren nach Ans P™h 

ordnctem Dielektrikum. zukorarat. A.s Faustr ege 1 gil &B ine 7u JS Au h S ^talt U ngen des Verfahrens sowie 
sich die U.slung bzw. die Kapazitiit des Kondensators m t5 £LIZ< t 8 e .^^'""S zur Herstellung eines Mehr- 

Mehrschichtaufbau aus dem Produkt der KapaS ^n Chtaufbaus s,nd den w <*e™ Anspriichen zu en.neh- 

cinzelnen Kondensatorelements mit der Anzahl der Knn rv c r 

densatorelemente ergibt. ** K °"" • ° ,e Er "ndung beruht auf dem Grundgedanken die Her- 

Aus der DE 197 04 584 C2 ist ein Doppelschichtkonden- £f "SLS^^*? 8 : Verfahren aus7 -"^gen, da die 
sator mit zumindest zwei hintereinander gesehalteten Ein- 20 ba aSt J ^ Schtchtenfolgcn im Mehrschichtauf- 

zclzellen bekannt. Er umfaBt eine altemicrende Anordnun E A«™,J W * derho ' ende Verfahrensschritte bedingcn. 

von Elektroden- und Elektrolytschichten und wird durch welclie^^T" W V °" ^ mcchanisch ^"ilstcn Schicht, 

Aufschichten und Verpressen der Einzelsehichten heree fikt^n T ra S er ™ tenaI , *"« ""d in bandformiger Modi- 

stellt. Aus der JP 1 1-260673 A ist ein Doppelschichtkln T\ m r sbcsondere als "Endlosband" vorliegt. 

^^l^Uiud^H.a^^^S^ 25 einzeL Afr"" 5 ^ bandf °™S e " Tragermatcria.s in 

uve Elektroden altemierend fin ^inen bandfdrmigen S. foSw^ 011 "" 6 « ewanschlcn ^ Form er- 

toreingebettetwerden,deranschHeitendmaanSS- Xu^T^T/^ ^ In ei <~en teilwei- 

fakct wtrd, so daB ein Stapel mit altemierender AnoXng Z t% T ^ mM in einzelnen 

von posmven und negativen Elektroden erhalten wird. 8 252 SSh^S 1 ZWiSChen jeWeiIs zwei 

Em weuerer Vorteil einer Mehrschichtbauweise besteht 30 dune verbS J h Abs 1 chmlten eine "agfahige Verbin- 

dann daB sich die Feldstarke zwischen zwei Elektroden 1st LduS £ dle beis P le sweise stegformig ausgebildet 

sch.chten mit abnehmendem Elektrodenabstand eSt S^S " d ' e *r muierIiche Weiterverarbeitung des 

D, e se erhohte Feldstarke ist auch fur andere BTueletnTte JlT^T f m6glich " Im nachsten Schr i« er- 

mteressant, beispielsweise fur einen PieStoHm S?. LK tl " U1 « rllch 5 Aufbringen zumindest einerweite- 

schichtbauweise, bei dem die einzelnen PiezoaktorSemente 35 mlsen T ■ f der 0berflac hen des bandfor- 

ubereinander angeordnet sind. Ein solcher PiezoaktoT^ Ah h ^ ennatenals ' E "' d anach werden die einzelnen 

Mehrschichtaufbau kann mit einer wekaus geringtS, Be bent T v gewU ,? Schten GrS6e "tlang einer vorgege- 

triebsspannung betrieben werden. als ein entfprechend ein £ fr T""''"'^ V ° ll f ndi e voneinander getrennt, wobei 

schichtiger Piezoaktor mit gleicher SchichSete Pie^ n n Ihe"t " " b " d " ^ erf ° lgten teilweisen Auftren- 

SeXf iChCrmaXi ^ ^dLierhaltenengieichartigenMehrschichtabschnitte 

Bauelemente mit Mehrschichtaufbau konnen ie nach Z^hZ^Z re 8 elma6i 8 es Ubereinanderstapeln zum 

Funktion und Anwendung ak mehr oder wenTgerLe Cr ^ ebrschlchtaufba " ^saramen gefugt. Gegebenenfalls kann 

einanderstapelung von Einzelsehichten L^K, tej^' Z^Z^™^ ™« ^ehrschichtabschnitten ™ 

gestellt werden. Insbesondere bei mechanfscher Beanspru- 45 2S£3S uSe 8 '^ 6 "' * CbenfallS einen Mehr " 

chung tst jedoch ein festerer Verbund der Einzelsehichten sch '^ ta " fbau ""ifassen kann. 

im Mehrschichtaufbau erfonlerlich, um dem Ganze^ duSU^S hren , 4 hat den Vorteil . da « « kondnuierlich 

ausreichende mechanische Stabilita zu verleihen FUr rT h T 5 ? L W ?* B kan " Und daB die kleinsten zu verar- 

elementemitkeramisehemMehrrhich^^ J K2E ' ^^.^jts Mehrschichtabschnitte sind, 

nolithischer Verbund angestrebt , n u ' Ch ' ei " Z ? ln ubereina n d « gestapelt werden miissen. Die 

Bei Mehrschichtkondensatoren. insbesondere mit Plus- to ttSSrfentlh "A^" ^ S ' 6 auf « rund 

stgelektrolyt werden die Elektrodenschichten akemierend exakten aSS?, , Ve f rfahrensf " hrun g ei ^n einheitlichen und 

mit elektrisch nicht leitenden Zwischenlagen ubereTnander nen ^h h u Dam,t ,st inn ^halb eines einzel- 

angeordnet. Fur die Zwischenlage wird 25 insbe ondS uonietn^ I I das „ Problem der genauen Posi- 

ein maanderformig gefalteter Separator verwende Tn 27 55 S^E* ! ft We ' ter t r V °" eil der in ZWei Stufen er " 

sen "Taschen" die Elektrodenschichten eTn7eschoben we Sfp , A " ft ? nnun g er g ibt «ch, daB die Grundflachen 

den. Auch die Elektrodenschichten ^ kbnl dabei efnen" Jhnm! S i f^' Grundflache d - Tragerab- 

Mehrschichtaufbau aufweisen, im genannten Metschkht h" 2U ™" dest J lne " we ««^n Materialschicht. 

kondensator beispielsweise einen DreiscWchVaufbau ^ "nterschtedhch gewahlt werden konnen. Damit ist es mog- 

zwei pordsen Kohlenstoffschicnten mk zSstheSende 60 na t e '" e ^tenalschtcht, insbesondere das Tragermaterial, 

metallischer Elektrodenschicht, b4pSsw«S S dtubene TV"? ^ anderCn Materia ^Wchten 

nium. Zur HersteUung werden die unterschLmichen S « n2 R ube » e "- /e.m fert lg en Bauelement bleibt dann lediglich 

trodenschichten einzeln Ubereinander gesSt Dab^ ti d " T H ^ ™ ^ auf S etrennten ^ge ^ Schnittkante 

fur jede Schicht bzw. jede Lage ein ge Jnmer Xbeitsscnri t J^™ "? auBen skhtbar - Dies ist insbcs °n- 

erforderlich ist. Bei der Stapelune solche^ Fin^fJ T « u ^ T etaU,Schen Tra germaterialien von Vorteil, die 

bzw. Einzelsehichten J^SSS^SSSZ ttJ^T*" k * m die wiederum ^ 

Posuionierung der Schichten zueinander IS^JSSi ££!SE£%j£? ^ ^ *" d " 

d,e Reproduzterbarkett beeintrachtigen und andererseits zu WeiteZ^^ „ Verfahren mdghch nicht nur 
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cine Matcrialschicht auf dcm Tragersubstrat aufzubringcn, 
sondem glcichzcitig oder daran anschlicBend wciterc 
Schichten auf der gleichen oder der gegcniiber liegcndcn 
Oberflache aufzubringcn. Auch ist es moglich, durch wei- 
tere zusatzliche Schnittc fur jcdc einzclnc Matcrialschicht 5 
cine unterschiedliche GroBe der Abschnittc einzustellen t urn 
insbesondere im Mehrschichtabschnitt inncn Licgende 
Schichten fast vollstandig ohne auBen sichlbarc Schnitt- 
kantc einzubettcn. Im Mehrschichtaufbau ist nur noch der 
Tcil der Kante des Tragermaterials oder einer anderen inncn 10 
liegenden Schicht sichtbar, der im lelzten Auftrennungs- 
schritt als Tcil der tragenden Verbindung durchtrennt wird. 

Insbesondere bei Mehrschichtabschnitlen mit mehr als 
drei Einzelschichten ist cs auch moglich, die Auftrcnnung in 
drei Schrittcn durchzufuhren, wobei die bci der erstcn Tei- is 
lauftrennung verbleibende tragende Verbindung nach Auf- 
bringen einer weileren Matcrialschicht bei einer zweiten 
Tcilauftrennung durchtrennt wird, wobei allcrdings ein Teil 
der zweiten Materiaischicht als bleibende Verbindung z wi- 
se hen zwei benachbarten Abschnitten verbleiben so lite. In 20 
diesem Fall konnen die drei Trennlinien so gelegt werden, 
daB von der Tragermaterialschicht keine Schnittkante auBen 
im Mehrschichtabschnitt sichtbar ist. 

Unterschiedliche AbschnittsgroBen in den einzelnen Ma- 
te rialschichten konnen nur erreicht werden, wenn die teil- 25 
weise Auftrennung in einzelne Abschnitte nicht ausschlieB- 
lich der Trennlinie zwischen zwei benachbarten Abschnitten 
folgt. Vielrnehr ist es in diesern Fall erforderiich, bei der teil- 
weisen Auftrennung zwischen jeweils zwei benachbarten 
Abschnitten eine breite Schnittlinie zu setzen oder besser ei- 30 
nen Trennslreifen auszustanzen oder anderweitig zu entfer- 
nen. Erfolgtdie anschlieBende weitere Teilauftrennung oder 
die vollstandige Auftrennung in Mehrschichtabschnitte an- 
schlieBend mit geringerer Schnittbreite oder gar als scharfe 
Auftrennung entlang einer Trennlinie, so kann der Flachen- 35 
unterschied der Abschnitte in den einzelnen Material max. 
der Flache eines Trennstreifens entsprechen. 

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird 
bereits bei zweilagigen Mehrschichtabschnitten erreicht, 
daB die auBen sichtbare Schnittkante einer Materiaischicht 40 
mit gegenuber anderen Schichten geringerer Abschnitts fla- 
che nach innen verlegt und damit wenig storend isL Dies 
wird erreicht, wenn bei der vollstandigen Auftrennung die 
Trennlinie im Bereich der tragenden Verbindung eine zur 
Abschnittsmitte weisende Aufnehmung ausbildet. Damit 45 
dies bei beiden benachbarten Abschnitten der Fall ist, wird 
dazu der Steg vorzugs weise durch Ausstanzen eines z. B. 
kreisformigen Ausschnitts durchtrennt. 

Dies ist insbesondere fur den Mehrschichtaufbau interes- 
sant, bei dem sich dann die genannte Schnittkante in einer 50 
von der Begrenzungsflache des Mehrschichtaufbaus zuriick- 
weichenden Ausnehmung befindet. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels und der dazu gehorigen funf Figuren naher 
erlautert. - 55 

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung bandfdrmiges 
Tragermaterial wahrend verschiedener Arbeitsstufen 

Fig. 2 zeigt einen einzelnen Mehrschichtabschnitt in der 
Draufsicht 

Fig. 3 zeigt einen einzelnen -Mehrschichtabschnitt im 60 
schematischen Querschnitt 

Fig. 4 zeigt einen Kondensator nut Mehrschichtaufbau im 
schematischen Querschnitt und 

Fig. 5 zeigt eine Vorrichtung zur Herstellung eines Mehr- 
schichtabschnitts in schematischem Querschnitt. 65 

Im folgenden wird als Ausfiihrungsbeispiel die Herstel- 
lung von als Elektroden fur Kondensatoren mit Mehr- 
schichtaufbau dienenden Mehrschichtabschnitten beschrie- 
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ben. Ausgcgangcn wird von cinem bandformigen Tragerma- 
terial 1, insbesondere einer elcktrisch leitenden Folic, bci- 
spielsweise einer Aluminiumfolie. Fig. 1 zeigt ausschnitts- 
weise das Tragennaterial 1 mit verschiedenen Abschnitten 
in untcrschiedlichen Bearbeitungsstufcn. Mit den gcstrichcl- 
ten Linien 2 sind die gedachten Grenzen zwischen verschie- 
denen Abschnitten a bis h gekennzeichnct. 

Als erster Bearbeitungsschritt wird eine teilweise Auf- 
trennung des Tragermaterials 1 in einzelne Tragermaterial- 
abschnitte (z. B. b und c) vorgenommen. Dazu werden mit 
Hilfe einer gceignctcn Schneid- oder Stanzvorrichtung vcr- 
schiedene Ausnehmungen 3 aus dem Tragermaterial 1 hcr- 
aus getrennt. Zwischen den beiden teilweise aufgetrennten 
Abschnitten c und d verblcibt eine tragfahige Verbindung in 
Form eines Steges 4, die die Weiterverarbcitung der Folic I 
als "Endlosmaterial" gewahrleistet. In der dargestelltcn Aus- 
fuhrung ist oberhalb der ausgestanzten Flachen 3 noch eine 
durchgehende Verbindung zwischen den Abschnitten a bis f 
erhaiten, in der keine Auftrennung in Abschnitte erfolgt ist. 

Beginnend vom Abschnitt d an ist eine weitere Materiai- 
schicht auf das Tragermaterial aufgebracht, im vorlicgenden 
Fall fur die genannte Kondensatoranwendung ein Kohien- 
stofftuch 5. Dicse weitere Materiaischicht kann ganzfiachig 
aufgebracht werden, fur die Kondensatoranwendung jedoch 
so, daB der in der Figur obere Randstreifen unbedeckt bleibt. 
In vorteilhafter Weise wird das Kohlenstofftuch auBerdem 
so aufgebracht, daB es iiber den in der Fig. I unten darge- 
stellten Rand des Tragermaterials 1 mit einem sen male n 
Streifen ubersteht. Gleichzeitig oder versetzt dazu kann auf 
die Unterseite des Tragermaterials 1 in entsprechender 
Weise ebenfalls eine weitere Materiaischicht aufgebracht 
werden, hier fur den Kondensator ein weiteres Kohlenstoff- 
tuch, was in der Figur der Ubersichtlichkeit halber nicht dar- 
gestellt ist. 

Als nachster Bearbeitungsschritt erfolgt die vollstandige 
Auftrennung von Tragermaterial 1 und darauf aufgebrach- 
ten Materialschichten 5. Mit einer geeigneten Schneid- oder 
Stanzvorrichtung werden entlang einer in Fig. 1 mit einer 
fetteren Linie 6 dargestellten TrennLinie einzelne Mehr- 
schichtabschnitte 8 am in der Figur Unken Ende des band- 
formigen Tragermaterials 1 abgeschnitten. Die Trennlinie 6 
wird hier zentriert iiber den Ausnehmungen 3 der ersten teil- 
weisen Auftrennung gefuhrt. Im Bereich der Stege 4 wird 
eine hier kreisformige Ausnehmung 7 heraus gestanzt. Von 
dem in der Figur oberen vom Kohlenstofftuch 5 unbedeck- 
ten Randstreifen des Tragermaterials 1 wird die Trennlinie 
so gefuhrt, daB eine aus unbedecktem Tragermaterial beste- 
hende Lasche 9 aus dem Mehrschichtabschnitt 8 heraus ge- 
fuhrt wird. 

Als Ergebnis wird ein einzelner Mehrschichtabschnitt 8 
erhaiten, der beispielsweise in Fig. 2 dargestellt ist. Das 
Kohlenstofftuch 5 iiberlappt den Abschnitt des Tragermate- 
rials 1 auf alien Seiten und hat von oben gesehen mit diesem 
nur die Schnittkante im Bereich der kreisformigen Ausstan- 
zung 10 gemeinsam. Lediglich die Lasche 9, die zur Kon- 
taktierung in der spateren Verwendung des Mehrschichtab- 
schnitts als Elektrodeneinheit in einem Kondensator mit 
Mehrschichtaufbau dient, ragt noch als Teil des Tragermate- 
rials 1 aus dem mit Kohlenstofftuch 5 bedeckten Mehr- 
schichtabschnitt 8 hervor. 

Je nach Aufbringung der zusatziichen Materiaischicht hat 
der Mehrschichtabschnitt 8 eine nur lose Verbindung zwi- 
schen den einzelnen Schichten. Im vorliegenden Ausfiih- 
rungsbeispiel wird die Verbindung zwischen dem Kohlen- 
stofftuch 5 und der als Tragermaterial dienenden Alumini- 
umfolie 1 lediglich durch den AnpreBdruck von Transport- 
rollen erzeugt. Vorzugsweise werden die vereinzelten Mehr- 
schichtabschnitte 8 daher sofort weiter verarbeitet. 
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bafwi g H u Kondensators mit Mehrschichtauf- 
bau werden dazu d.e Mehrschichtabschnitte 8 iibereinandcr 

olo * H Ch v ,Cht le, ' tendCS Matcrial a,s Separator^! 
ordnct wird. Vorzugsweise wird als SeparatoLterial efne 5 
cbenfa lis bandformige, elcktrisch isolicrendc, fur Ioncn abcr 
Jrchlass.se Folie eingesctzt, die maanderfdrm g gefalte 
Zi F ,' S - i ^ w ! e in dic Taschen dieser maSSrmJ 
gefa tc en Separatorfolie 12 die vorbereiteten Mchrschkhf 

nen bis zu im ^"l"-^ FUreinCn Ko «de^sator k!n- 
nen bis zu 100 Mehrschichtabschnitte mit dazwischen lie- 
genden, Separator 12 angeordnet werden. Um eTne unter- 
sch.ed[,che Polung bzw. Kontaklierung im fertigen Konden 
sa tor zu crmoglichen, sind die einzelnen MeSeSaS ts 
schnute vorzugsweise aiternierendum 180°gSeh so £s 
sch^r t lU T' Umfolie b «'ehcnden Lasche'n 9 auf unfer 
schtedl tchen Se.ten aus dem Mehrschichtaufbau 13 hervor 

Zur Fcrtigstellung wird der Mehrschichtaufbau 13 in ein '0 
Gehause emgebracht, die Lasehen miteinander und mi dem 
Gehause verschwe Bt und das Gehause anschlieBend mit e^ 
nem Losungsm.ttel und mit Leitsalz gefullt. Moglicbe Ab- 
messungen fur einen solchen Kondensator mit Mehrschicht- 
aufbau reichen dabei von ca. 16.x .30 x 55-mTfUr einen 25 
^ndensatormi tea. .100F bis bin zu Abmessungen voT 6 " 
x 60 x 160 mm fUr einen Kondensator mit ca 2700 F. 

Mg. 5 zeigt in schematischer Darstellung eine Vorrich- 

SKTta 5" HerSt r'L Ung VOn M ^rsehichtabschniSn 8 
fir K Dlese " rafaet ^ne erste Zufuhreinrichtung fur 30 
em bandformiges Tragermaterial 1, beispielsweise beste- 
hend I ausemer Vorratsrolle 15 und zumindest einerUndenk- 
und TransportroUe 19. Mit dieser wird das bandformige Tra- 
germaterial 1 in Bearbeitungsrichtung * transpoS^ , e - 
ner ersten Stanzvornchtung 18 erfolgt eine teilweise Auf 35 

TbschnL H b3nd f ^ ^^enals ?S 
Abschmtte, beispie sweise gemaB den Ausstanzungen 3 in 

5Ln, L AnSC w Ue 30 die erste Stanzvorrichfung 18 
schheBt sich eine Vorrichtung 5 zum kontinuierlichen Auf 

mr !1 « ™ VI T,' VVdteren Mat ^alschicht 5 an, 1 40 
fur zum Betsptel bandformiges weiteres Material 5 zumin- 
dest aus einer Vorratsrolle 17 und Transport- und Umlenk- 
rollen 20 und 21 besteht. Fur das spezielle Ausmhrungsbei- 
piel ist ,n der Fig. 5 eine mogliche weitere ZufuhreinJch- 

tellt dL e h" e band ^ nni « e Materialschicht 14 darge- 45 
stelu, die hier e.ne Vorratsrolle 16 und zumindest zwei wei- 
tere Transport- und Umlenkrolien umfaBt 

Im AnschluB an die Vorrichtung zum Aufbringen der zu- 
mindest emen weiteren Schicht schlieBt sich eine zweite 
Stanzvornchtung 22 an, die zur vollstandigen AuLnnung 50 
des hier aus drei Schiehten bestehenden und bislang zuZ- 
men hangenden Materialbandes ausgebildet ist. In der Fig 5 

SchnS * Stan ^ orric "^ng 22 schematisch als 
Schneidmesser ausgebildet. Damit werden vereinzelte 

e^f2? tab , SC , hni "^ 8 erhalten - die nun zum HersteH en 55 
eines Mehrschichtaufbaus 13 durch ubereinander Stapeto 
verwendet werden konnen. ^ 

|J2? T exe ™P lar ^ c h anhand ^nes Ausfuhrungsbeispiels 
beschriebene Herstellung eines Mehrschichtaufbaus kann in 

eintacherWerseauchfurandereAnwendungenvariiertwer- 60 
den, wobe. insbesondere die Materialien, die Anzahl der 
weueren Schiehten und die Form der Abschnitte bzw. dfc 
Schnutfuhrung fur die teilweise und vollstandige Auftren- 
nung der Abschnitte variiert werden konnen. Insgesamt ist 
das Verfahren fur einen vollautomatischen ProzeB be^rens 65 
geeignet mit dem zumindest im Mehrschichtabschnitt eine 
sichere Posmomerung der einzelnen Schiehten relativ zu- 
einander gewahrleistet ist. Ein umstandliches Hantieren mit 



einzelnen Schichtabschnittcn ist dabci nicht tnehr erfordcr- 

Paten tanspriiche 
1. Verfahren zur Herstellung eines eine sich wiedcrho- 

TuAl S ?m htCnf °H l8 n UmfaSSendCn ^h-chSu ' °f. 
denScStem mSb - ^-'-htkondensatoren mit 

- Vorschen eines bandfdrmigen Tragermaterials 

e J!?? 2 - Auf / n: ? nun 8 des Tragermaterials in 
e nzclne Tragcrabschmtte (a, b, . . h) jewcils elci- 
cher GroBe und Form unter Erhalt von als sfege 
zw.schen den einzelnen Abschnittcn ausgcbilde- 
len tragfahigcn Vcrbindungcn (4) 
I ^ onti " u i erliche s Aufbringen zumindest einer 
wetterer .Materialschicht (5) auf zumindest einer 
der Oberflachen des Tragermaterials (1) 

- Vollstandige Auftrennung des Tragermaterials 
und der zumindest einen weiteren Materialschicht 
entlang einer Trennlinie (6) unter Nutzung der be- 
reits erfolgten teilweisen Auftrennung, wobei zu- 
mindest Telle der sich wicderholenden Schich.cn- 
fo ge umfassende Mehrschichtabschnitte (8) er- 
halten werden 

- RegelmaBiges Obereinanderstapeln der Mehr- 
schichtabschnitte (8) zum Mehrschichtaufbau 

Auftrennung des Tragermaterials (1) so erfolgt, daB die 
Tragerabschmtte (a, b, . . . h) eine kleinere GaVndflache 
aufweisen als die Mehrschichtabschnitte (8) 
3. Verfahren nach cinem der Anspruche 1 oder 2 bei 
den, i zur teilweisen Auftrennung des Tragermaterials 
(1) Ausnehmungen (3) durch Ausstanzen erzeugt we ! 

Schnitte,^' n m T vollsta " d igen Auftrennung 
Schmtte (6) im Bere.ch der Ausnehmungen durch die 
zumindest eine weitere Materialschicht (5) und die 
^agfahige Verbindung (4) zwischen den einzelnen Ab- 
schmtten gefuhrt wetden. 

L ^ r S hren u !f h o nSprUCh 3 ' bei de,n die Tre nnlinie 
(6) ,m Bereich der Stege (4) so gefuhrt wird. dass eine 
zur Mitte des eweiligen Abschnitts weisende AusnT 
n.ung (7 10) ,m Mehrschichtabschnitt (8) entsteht. 
Zl : . " a einem der A nspriiche 1 bis 4, bei 

, S T "/ ern,aterial (D ^ne Metallfolie und als zu- 
sa^iche Materialschicht (5) eine porose Elektroden- 
schicht eingesetzt werden und bei dem die Mehr- 
schichtabschnitte (8) als Elektroden furein elektrisches 
Mehrschicht-Bauelement (13) dienen 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5 bei 
dem zwischen jeweils zwei Mehrschichtabschn tten 
eine Zwischeniage (12) eingefugt wird. 

7. Anwendung des Verfahrens nach einem der voran- 
gehenden Anspruche zur Herstellung eines Mehr- 
schichtkondensators (13), bei dem die Mehrschichtab- 
schnitte (8 1 beim Ubereinanderstapeln durch Separa- 
torfohen (12) getrennt werden. 

b K° rr i, Ch u Ung l Uf k °ntinuierlichen Herstellung von 
Mehrsch.chtabschn.tten (8) fur ein Verfahren gemaB 
einem der Ahspriiche 1 bis 7 mit seriell angeordnet 

- einer ersten Zufuhreinrichtung (15. 19) fur ein 
bandformiges Tragermaterial (1) 

- einer ersten Stanzvornchtung (18)zur teilwei- 
sen Auftrennung des Tragermaterials in einzelne 
Tragerabschmtte (a, b h) 

- einer Vorrichtung (16, 17, 20. 21) zum kontinu- 
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ierlichcn Aufbringen zumindest cincr zwcitcn 
Matcrialschicht (5, 14) auf das Tragcrmaterial (1) 
- eincr zweitcn Stanzvorrichtung (22) zur voll- 
standigcn Auftrcnnung des Tragermatcrials und 
dcr zumindest einen wcitcrcn Matcrialschicht (5, 5 
14) in einzeinc Mehrschichtabschnitte (8). 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, bei dcr die Vorric ti- 
tling zum kontinuierLichen Aufbringen als cine zweite 
Zufuhreinrichtung (16) fur bandformig vorlicgcndcs 
zweites Material (14) ausgebildet ist. 10 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 oder 9, 
bei der erste und gegebenen falls zweite Zufuhreinrich- 
tung (15, 19, 17, 20, 21) Vorratsrollen (15, 17) von 
bandfdrmigem Material unifassen. 

11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 10, 15 
bei der die Vorrichtung zum kontinuierlichcn Aufbrin- 
gen so ausgebildet ist, dass jeweils eine zweite Matcri- 
alschicht (5, 14) auf Oberseite und Unterseitc des Tra- 
germaterials aufgebracht werden kann. 

' 20 
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